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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 21: Brasabilité

AVANT-PROPOS

alisation
a CEl a
Hans les

1) La Qommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mordiale
compgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natio

domgines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI — entre autreg”actiyjté i Normes
intergationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifi gibles au
publi¢ (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). k Ee a des
comi{és d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé g ité ic|per. Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ialsy , participent
égaldment aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisati e . ion (1SO),
selorn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les g i ig Rré , mesure
du po¢ssible, un accord international sur les sujets étudiés, /étant ité i e la CEI

3) Les Rublications de la CEIl se présentent sov agréées
comme telles par les Comités nationaux dé . ables sont entrepris afin que la CEl
s'assjre de I'exactitude du contenu techniq i e peut pas étre tenue responsable
de I'@ventuelle mauvaise utilisation ou |nterpre i 3 quelconque utilisateur final.

4) Dans|le but d'encourager I'uniformité intern , omités Wwationaux de la CEIl s'engagent, dang toute la
mesyre pOSS|bIe a appllquer de fagon ) F ications de la CEl dans leurs publications
natio org Pdblications de la CEl et toutes publications
natio i étrg jndiguées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La (
respd

ant indication d’approbation et n'engage| pas sa
a une de ses Publications.

6) Tous possession de la derniere édition de cette publicat|on.
7) Aucu a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilipires ou
mang jers et les membres de ses comités d'études et des|Comités

natio taut prejudice sallsé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tput autre
domr 3 directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris|les frais
de juptice) et les dépensesidécoylant>de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute|autre P au crédit qui lui est accordé

8) L'attgntj S irée~sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de puBlications
référegq oblgatoire pour une application correcte de la présente publication

9) L’attgntio tiré ait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuyent faire
I’obj { propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tejue pour

respgnsable de newpas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

e”internationale CEI 60749-21 a été établie par le comité d'études 47 de Ja CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Cette norme annule et remplace la IEC/PAS 62173 publiée en 2000. Cette premiére édition
constitue une révision technique.

Cette partie de la série CEl 60749 termine la révision complete de la CEI 60749 (1996).
Cette version bilingue, publiée en 2005-10, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47/1741/FDIS et 47/1749/RVD.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 21: Solderability

FOREWORD

1) The Ipternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardizati mprising
all nptional electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj i promote
intergational co-operation on all questions concerning standardization in the electf\ ic fields. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International Sta {fications,
Techpical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides bas “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a E terested
in thp subject dealt with may participate in this preparatory work nd non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in jh A\ 5 closely
with fthe International Organization for Standardization (ISO) in gccordange Wi iti hined by
agregment between the two organizations.

2) The fprmal decisions or agreements of IEC on technical mattg 3 rnational
consénsus of opinion on the relevant subjects since eac 2 representatlon from all
intergsted IEC National Committees.

3) IEC National
Com t of IEC
Publipations is accurate, for any
misinterpretation by any end user.

4) In or lications
trans iyergence
betwgen any IEC Publicatioahd the e ing i g i icati indicated in
the Igtter.

5) IEC provides no marki for any
equigment declared to

6) All ugers should@ )

7) No liability shall chrt erts and
membpers of its techn{cal } E i i inj gmage or
other ¢ bes) and
expe her IEC
Publip

8) Attentti ive’ references cited in this publication. Use of the referenced publidations is
indis 3 fcati i icati

9) Attenti bbject of
pater

International d IEC 60749-21 has been prepared by IEC technical commitiee 47:

Semicgndlctor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62173 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

This part of the IEC 60749 series completes the full revision of IEC 60749 (1996).

This bilingual version, published in 2005-10, corresponds to the English version.
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Le rapport de vote 47/1749/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI

semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques:

Partie 1:

Généralités

60749 comprend les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a

Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie {
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie 2

Partie 2
Partie 2
Partie 2

Partie 24
Partie 25:
Partie 26:

QO XN RWCN>O T

&N =2

Basse pressiom atmospherique
Examen visuel externe

Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur
Essai continu de durée de vie sous température et humid
Stockage a haute température

Mesure de la teneur en humidité interne et anal
Etanchéité

Permanence du marquage
Chocs mécaniques
Variations rapides de tempé

Essai~de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) - Modéle dd
humain (HBM)

U7

t de la

corps

Partie 27-

Partie 28:

ESsai de sensibilité aux decharges electrostatiques (DES) - Modéle de
(MM)

Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de di
chargé (CDM) 1

1 A publier

achine

spositif
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1741/FDIS 47/1749/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting i

ndicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This p

IEC 60

Mechanical and climatic test methods:

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 5:
Part 6:
Part 7:
Part 8:
Part 9:

Part 10
Part 11|
Part 12
Part 13
Part 14
Part 15
Part 16
Part 17
Part 18
Part 19
Part 20

749 consists of the following parts, under the general title

General
Low air pressure

External visual inspection

Die shear strength
Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of moisty

vices —

ASesS

re and

Part 21:
Part 22:
Part 23:
Part 24:
Part 25:
Part 26:
Part 27:
Part 28:

sofdering heat

Solderability

Bond strength

High temperature operating life

Accelerated moisture resistance — Unbiased HAST
Temperature cycling

Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Machine model (MM)

1 To be published

Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM)

Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM)1
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Partie 29:
Partie 30:

Partie 31:

Partie 32:

Partie 33:
Partie 34:
Partie 35:
Partie 36-

-10 - 60749-21 © CEI:2004

Essai de verrouillage

Préconditionnement des composants pour montage en surface non hermétiques
avant les essais de fiabilité

Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause interne
d'inflammation)

Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Résistance a I'humidité accélérée - autoclave sans polarisation
Cycles en puissance
Microscopie acoustique pour composants électroniques a bofitier plastique 2

Accédlération constante

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas
maintepance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://we
donnégs relatives a la publication recherchée. A cette date, la publit

* reconduite;

s supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

late de
ns les

S

2 A publier
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Part 29:
Part 30:
Part 31:
Part 32:
Part 33:
Part 34:
Part 35:
Part 36:

The co
the ma
the dat

* rec
e with

. replaced by a revised edition, or

* am

Latch-up test

Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)
Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)
Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave

Power cycling

Acoustic microscopy for plastic encapsulated electronic components 2
Acceleration, steady state

ntenance result date indicated on the IEC web site under "http:{/webs
A related to the specific publication. At this date, the publicationAvilt be

bnfirmed;
drawn;

nded.

S

Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing

2 To be published
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 21: Brasabilité

1 Domaine d’application

ité des
ace en
Cette mé ’ i décri S i ' ilité imrpersion
puis e i i itifs 2 5, axial
et en s phe S pour
devant
nt des
Cet espai idéré i f~indi rai Scification
applicaple.
NOTE 1| Cette méthode d’essai est en accordh\gé is ¢ i-despous qui

s’appligue compte tenu des exigences spécifique

NOTE 2| Cette méthode d'essai ne prend pas ef compteN'effet ¢ i i i vent se
produire & g L - i de fare réfeé - -20.

NOTE 3 S ai climati = i g référant a la brasabilité constitue ung refonte
complets ! i 4 S itre 2, Paragraphe 2.1.

moins
bintenir

Un dispositif mécanique d’immersion capable de contréler les rythmes d’immersion et
émersion des sorties et d’offrir un temps de maintien (durée d'immersion totale a la
profondeur exigée) dans le bain de brasage comme spécifié doit étre utilisé.

2.3 Equipement optique

Un microscope optique capable d’offrir un contrdle avec grossissement de 10x a 20x doit étre
utilisé.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 21: Solderability

1 Scope

This part of IEC 60749 establishes a standard procedure for determining the solderability of

device

package terminations that are intended to be joined to another surface using tin-lead

(SnPb)|or lead-free (Pb-free) solder for the attachment.

This tept method provides a procedure for ‘dip and look’ solderabili i h hole,
axial and surface mount devices (SMDs) as well as an optiona board
mounting solderability test for SMDs for the purpose of allowing~si i Idering
proces$ to be used in the device application. The test i ptional

conditigns for ageing.

This te

NOTE 1
conductd

NOTE 2
process.

NOTE 3
containe

2 Tesft apparatus

This te

2.1 Sg

The so
such th

5t is considered destructive unless otherwise d i : n.

This test method is in general accord with | of semi-

rs, the following text is applied.
oldering

the test

5t method requi

Ider bath

volume
taining

A mechanical-gipping\device capable of controlling the rates of immersion and emersion of

the ter

inations a

the soldler‘bath as specified shall be used.

providing a dwell time (time of total immersion to the required dTpth) in

2.3 Optical equipment

An opti
used.

cal microscope capable of providing magnification inspection from 10x to 20x shall be
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2.4 Equipement de vieillissement a la vapeur

On doit utiliser un conteneur insensible a la corrosion et un couvercle de taille suffisante pour
permettre le placement des éprouvettes a l'intérieur de la cuve. Les éprouvettes doivent étre
placées de telle maniére que leur partie la plus basse soit au minimum a 40 mm au-dessus de
la surface de 'eau. Une méthode adaptée pour maintenir les éprouvettes doit étre improvisée
en utilisant une matiére non contaminatrice.

NOTE Pendant le vieillissement a la vapeur, il convient que les dispositifs en essai soient situés de maniére a
éviter que I'eau (vapeur condensée) s'égoutte sur eux.

2.5 Equipement d’éclairage

L’équipement d’éclairage a utiliser doit offrir un éclairement uniforme, qlon ébl issaLt, non
directignnel de I'éprouvette.

2.6 atiéres

2.6.1 Flux

Sauf indication contraire dans la spécification applicable Q S masse
de 25 % de colophane dans 75 % en masse de solvant de i 99,5 %
(min.) €n masse. La gravité spécifique du flux doi ‘ i mprise

entre 0[{838 et 0,913 a 25 °C. La spécification d

Colophigne

Couleu

-

Indice ¢’acidité
(colopnane mg KOH/g )

Point de ramollisseme
(boule gt anneau)

Point de d’écou@xt
(selon Ubbelohde

Cendre
Solubil

5 % maximum

une solution de colophane dans une proportion égale en
masse de 2-propanol (isopropanol) doit étre claire,|et,
aprés une semaine a température ambiante, il ne doit pas
y avoir de signe de dépobt.

2-propa

Pureté

Acidité comme acide acétique Maximum 0,002 % de la masse
(autre que dioxyde de carbone)

Matiére non volatile Maximum 2 mg par 100 ml.
2.6.2 Brasure
2.6.21 Etain-plomb

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, la spécification de brasure pour
SnPb doit étre la suivante:
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2.4 Steam ageing equipment

A non-corrodible container and cover of sufficient size to allow the placement of specimens
inside the vessel shall be used. The specimens shall be placed such that the lowest portion of
the specimen is a minimum of 40 mm above the surface of the water. A suitable method of
supporting the specimens shall be improvised using non-contaminating material.

NOTE During steam ageing, the test devices should be located in a manner so as to prevent water (steam
condensate) from dripping on them.

2.5 Lighting equipment

A lighty

illumination of the specimen.

2.6 Materials

2.6.1 Flux

Unless|otherwise detailed in the relevant specification, thed :

colophony in 75 % by weight of a 99,5 % (min.) by weight 2>¢ 2 iSsopropanol) 3
The spegcific gravity of the flux shall be maintained wj 0 0,913 af
The specification shall be as follows:

Colophpny

Colour

Acid vglue (mg KOH/g colophony)

Softeni

Flow point (Ubbelohde

Ash

Solubilfty Q

ng point (ball and ri

-propanol (isopropanol) shall be clear, and
week at room temperature there shall be no si

weight
olvent.
25 °C.

weight
after a
gn of a

ght
Kide)

eposit.
2-propa
Purity Minimum 99,5 % 2-propanol (isopropanol) by we
Acidity Maximum 0,002 % weight (other than carbon dio
Non-vo Maximum 2 mg per 100 ml.
2.6.2 Sotlder
2.6.2.1 Tin-lead

Unless otherwise detailed in the relevant specification, the solder specification for SnPb shall
be as follows:
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Composition chimique

La composition en pourcentage en masse doit étre la suivante:

Etain 59 % a 61 %

Antimoine 0,5 % maximum

Cuivre 0,1 % maximum

Arsenic 0,05 % maximum

Fer 0,02 % maximum

Plomb le reste

La brasure ne doit pas contenir d'impuretés telles que I'aluminium, lgxginc ou\l@\cadmium

dans d¢s quantités qui nuisent a ses propriétés.

Plage de températures de fusion

La plade de températures de fusion de la brasure a 60 % egf

Complétement solide 183°C
Complétement liquide 188°C

2.6.2.2 Sans plomb

Sauf infdication contraire dans la spécjfica la spécification de brasure jpour le

sans Pb doit étre la suiva

%p
La comlposition en pou i
Etain

Argent

Cuivre

27 kK
271

Un stepci un éckan ‘avec ouvertures géomeétriques de report qui sont appropriées aux
bornes|en essai."Sauf’accord contraire entre le vendeur et l'utilisateur, il est recommandé que
I’épaisgeudr nominale du stencil soit de 0,1 mm pour les bornes avec un pas de sqrtie de
composaht infériewr 2a 05 mm _de 015 mm pour un composant de pas de sortie entre 0,5 mm

et 0,65 mm et de 0,2 mm pour un composant de pas de sortie supérieur a 0,65 mm.

2.7.2 Raclette en caoutchouc ou spatule métallique

La pate a braser doit étre appliquée sur le stencil ou I’écran en utilisant une spatule pour un
pas fin ou une raclette pour un pas standard.

2.7.3 Substrat en céramique

Les éprouvettes CMS pour les essais simulés de brasabilité avec fusion pour le montage sur
carte doivent étre évaluées en utilisant un substrat.

NOTE 1 De la céramique (alumine 90 % — 98 %) peut étre utilisée pour toutes les exigences de fusion.
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Chemical composition

— 17 -

The composition in percentage by weight shall be as follows:

Tin 59 % to 61 %

Antimony 0,5 % maximum

Copper 0,1 % maximum

Arsenic 0,05 % maximum

Iron 0,02 % maximum

Lead the remainder.

The sol|der shall not contain such impurities as aluminium, zinc or cadmiym in amount$ which
will adersely affect the properties of the solder.

Melting temperature range

The mglting temperature range of the 60 % solder is as foll

Complgtely solid 183 °C

Complgtely liquid 188 °C.

2.6.2.2| Lead-free

Unless dlder specification for Pb-free

shall b¢ as follows:

The co

A stengj

tested.
should

compoment Wwith

greater

mposition in perce

be 0. M

than-0,65 m

agreed upon between vendor and user, nominal stencil th
inals with less than 0,5 mm component lead pitch, 0,15 m

pitch of 0,5 mm to 0,65 mm and 0,2 mm for a component with leg

being
ckness
m for a
d pitch

2.7.2 Rubber squeegee or metal spatula

Solder paste shall be applied on to the stencil or screen using a spatula for fine pitch or a
squeegee for standard pitch.

2.7.3 Test substrate

SMD specimens for simulated board mounting reflow solderability testing shall be evaluated

using a

NOTE 1

substrate.

A ceramic (alumina 90 % — 98 %) may be used for all reflow requirements.
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NOTE 2 Du substrat verre-epoxy peut étre utilisé pour toutes les exigences de fusion. Il convient que le substrat
verre-epoxy puisse résister a la température de brasure (par exemple il ne convient pas pour de la brasure sur
plaque chaude).

NOTE 3 Pour l'inspection visuelle des sorties des dispositifs en essai, il convient que le substrat testé ne soit pas
métallisé (pas de plages de connexions).

274 Péate de brasage

Sauf indication contraire, la composition de la pate de brasage doit étre la suivante:

2741 Pate contenant du plomb

La co tHordetapitedebrasagedo }

Sauf indi e de la

poudre|de brasage doit étre de 20 ym a 45 um.
La comlposition du flux doit étre conforme au Paragraphe 2.6.1.

La gan dojvent étre|décrite

dans lg spécification.

2.7.4.2 Pate ne contenant pas de plomb

La dim¢

- infj;ieure a1 %, plus g

— au Mmoins 90 %,

— inférieure a 10 %,

La forn

Le flux pint de
ramolli ' 3 o de colophane de dégénération acide dibasique (point
de ram e L 0,9 %
de 1,3(di di 3r, 3,5 % daC|de adipique (avec un contenu de chlorine |mférieur

ao0,19

La péate
flux. L4 gamme

Q Utiiser doit contenir en masse 88 % de poudre de brasage et 12 % de
osité doit étre (180 1£5) Pa s.

NOTE |j conyient que le stockage de la pate et sa durée de vie sur étagére soient conformes aux spécffications
du fabricpnt.

2.7.5 Equipement de fusion

Un four de fusion a convection ( de préférence), ou un four de fusion a infrarouge, capable
d’atteindre la courbe de température de fusion de la pate peut étre utilisé.

2.7.6 Solvant pour le nettoyage du flux

Matiere utilisée pour nettoyer le flux sur les sorties qui doit étre capable d’éliminer les résidus
visibles de flux et de satisfaire aux réglementations locales en matiére d’environnement.
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NOTE 2 A glass epoxy substrate may be used for all reflow requirements. The glass epoxy substrate should be
capable of withstanding the soldering temperature (e.g. it is not suitable for hot plate soldering).

NOTE 3 For visual inspection of the tested device terminations, the test substrate should be unmetallized (no
lands).

2.7.4 Solder paste

Unless otherwise specified, the composition of the solder paste shall be as follows:

2.7.4.1 Pb-containing paste

The solder composition shall be as specified in 2.6.2.

Unless powder

shall b

20 ym to 45 ym.

The composition of the flux shall be as specified in 2.6.1.

The vidcosity range of the solder paste and method of measu in the

relevant specification.

2.7.4.2 |Pb-free paste

The solder composition shall be as specified in 2.6.2

The solder powder size shall be as fof

- lesg than 1 %, larger than 53 um;
- atleast 90 %, between 22-53 um;

- les$ than 10 %, smallg

The shape of solder po

The flyx to be@
approx|imately 9

approx|mately 140.°
diphen
4 wt %

t % of polymerization rosin (softening point,
dipasic acid degeneration rosin (softening| point,
diethylene glycol monobutyl ether, 0,9 wt % Jof 1,3-
dipic acid (chlorine content less than 0,1 wt {6) and

The so S sed Shall consist of 88 wt % of solder powder and 12 wt % |of flux.
The vi i

NOTE PRaste storage and'shelf life should be in accordance with manufacturer’s specifications.

2.7.5 Reflow equipment

Convection reflow ovens (preferred) or infrared reflow ovens capable of reaching the reflow
temperature profile of the paste may be used.

2.7.6 Flux removal solvent

Material used for cleaning flux from leads and terminations shall be capable of removing
visible flux residues and meet local environmental regulations.
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3 Procédure

3.1 Préconditionnement

Le préconditionnement, également connu comme vieillissement accéléré, est une étape

optionnelle qui peut étre exigée avant les essais de brasabilité.

3.1.1 Procédure de vieillissement a la vapeur

Les options de préconditionnement par vieillissement a la vapeur sont données au Tab

leau 1.

Tableau 1 — Conditions de vieillissement a la vapeu

Condition Temps d’expositj
h+0,5

O|O|®| >

NOTE 1| Le vieillissement peut étre interromp

NOTE 2 | PRECAUTION: Il convient que le mentage { i ’ urface a

soumettre aux essais.

NOTE 3 | Sauf spécification contraire dans la spécifi
a la vapgur B soit appliquée.

NOTE 4 | Le vieillissement dads un
chaleur fle brasage des boitie
méthode|d'essai (voir CEI

NOTE 5 |ll est reco n ili la\précondition A>par vieillissement a la vapeur pour les finitions
NiPd et NiPdAu.

3.1.11

Avant toutes les éprouvettes peuvent étre soumis
vieillisg g surfaces a essayer a la vapeur dans le conteneur spé
2.4. Lgg
I'éprouye

ssement

et de la
présente

blaquées

es au
cifié en
rtie de
llée ou
eau au

spécifiée.

Tableau 2 — Altitude en fonction de la température de vapeur

Altitude Température de vapeur
m °c#
0-600 93
601 — 1250 91
1251 — 1850 89
Supérieur a 1850 87

d’essai
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3 Procedure

3.1 Preconditioning

Preconditioning, also known as accelerated ageing, is an optional step which may be required
before solderability testing.

3.1.1 Preconditioning by steam ageing

Steam age preconditioning options are given in Table 1.

Table 1 — Steam ageing conditions /\(

. Exposure tim
Condition ht05 </\\

NOTE 1
NOTE 2
NOTE 3

NOTE 4
surface 11

NOTE 5

heat of
9-20.

3.1.11

Prior t
surface
suspen
or deio
compoment Ig

y be subjected to ageing by exposure|of the
container specified in 2.4. The specimens shall be
pecimen is less than 40 mm above the boiling, distilled
exposure time. The water vapour temperature| at the
accordance with Table 2.

The delv gved from the test apparatus upon completion of the specified test
period.

Table 2 — Altitude versus steam temperature

Altitude Steam temperature
m °C +3
-5
0 -600 93
601 — 1 250 91
1251 -1850 89
Greater than 1 850 87
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3.1.1.2 Nettoyage du systéme

L’appareillage doit étre drainé et nettoyé au moins une fois par mois ou avant utilisation. Un
cycle de nettoyage avec une fréquence plus élevée peut étre nécessaire comme indiqué par
la résistivité, 'examen visuel ou la propreté générale de I'eau. Aucun solvant entrafnant une

contamination ne doit étre utilisé.

3113 Procédures de séchage et de stockage

Apres le retrait des éprouvettes de I'appareillage, les piéces peuvent étre séchées en utilisant

une des méthodes suivantes:

a) Cuifson a 100° C maximum pendant T h au plus en atmosphére Sec
d’azote séche recommandée).

b) Sédhage a l'air a température ambiante pendant au moins 15 mi

NOTE |} est recommandé que les piéces qui n'ont pas subi I'essai de brasabilité dans les
de I'appareillage de vieillissement soient stockées dans un récipient desséchdn

pendant [72 h maximum avant les essais. |l convient que les piéces ne soienf pas utilis¢
ont dépapsé les exigences de stockage.

3.1.2 Préconditionnement par stockage a haute

Comme alternative au vieillissement a la vapeur, les épr
vieillisgement par stockage a haute température @ ¥

3.2 Procédure pour les essais de bras
La progédure d’essai doit étre réalisé

applicaple. Au cours des manipulatio
soit abfasée ou contaming

Tous Ids essais de brg

aux redles et progedure
3.2.1 Conditio: i

(atmg

sphére

?e retrait

‘'dzote sec
is si elles

ses au

Iication

yer ne

nément

Les opfions pour{es\co | de brasabilité sont données au Tableau 3.
Tablteau)3 — nditions d’essai d’immersion dans la brasure
AN
\ W Température de brasage Temps de majntien
°Ct5 s 0,5
A (SnPb] poul.CMS seutefent) 215 10
B (SnPb pour CMS et trous traversants) 235 )
C (Sans plomb, pour CMS et trous traversants) 245 5

3.2.2 Procédure
La procédure comprend les opérations suivantes:

— préparation des sorties, si applicable;
— vieillissement, si applicable;
— application du flux et immersion des sorties dans la brasure fondue;

— examen et évaluation des parties soumises aux essais des sorties.
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3.1.1.2 Cleaning of the system

The apparatus shall be drained and cleaned at least once per month, or prior to use. A more
frequent cleaning cycle may be necessary as indicated by resistivity, visual or general

cleanliness of the water. No contaminating solvents shall be used.

3.1.1.3 Drying and storage procedures

Upon removing the test specimens from the apparatus, the parts may be dried using one of

the following procedures:

a) Bake at 100 °C maximum for no more than 1 h in a dry atmosphere (dry nitrogen

atmlosphere Is recommended).

b) Air fdry at ambient temperature for a minimum of 15 min.

NOTE Parts not solderability tested within 2 h after removal from the ageing a
desiccanlt jar or dry nitrogen cabinet for a maximum of 72 h before testing. Thep
if they hgdve exceeded the storage requirements.

3.1.2 Preconditioning by high temperature storage

As an flternative to steam ageing, specimens may
150 °C|t 5 °C for between 4 h and 16 h.

3.2 Pr
The tes

specifig
from bagi

All sold
safety

Solderg given in Table 3.

le 3 — Solder dip test conditions

red in a
r testing

rage at

elevant
tested

blicable

Solder temperature
\\W °C+5

Dwell time

s+0,5

A (SnPb| for SMD\&n\y 215

10

B (SnPb| fer/SMD and through-hole) 235

5

C (Pb-free, Tor SMD and through-hole) 245

o

3.2.2 Procedure
The test procedure shall consist of the following operations:

— preparation of the terminations, if applicable;
— ageing, if applicable;

— application of flux and immersion of the terminations into molten solder;

— examination and evaluation of the tested portions of the terminations.
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3.2.21 Préparation des sorties

On ne doit pas essuyer, nettoyer, gratter ou nettoyer par abrasion les sorties. Toute
préparation spéciale des sorties, comme la flexion ou la réorientation avant essai, doit étre
spécifiée dans la spécification applicable. S’il faut retirer I'isolation des fils cablés, on doit le
faire sans desserrer les torons des fils.

3.2.2.2 Vieillissement

Si la spécification applicable I'exige, les éprouvettes doivent étre soumises au vieillissement
conformément a 3.1.

3.223 Application du flux

On doif utiliser un flux conforme a 2.6.1 sauf spécification contrairg nt étre
immerdées (en utilisant un dispositif d'immersion mécanique ) est a
tempérpture ambiante, a la profondeur minimale nécessaire pot jui doit
étre solmise aux essais. Il convient que la fixation soit congue flux en
exces. [La surface qui doit étre soumise aux essais doit éu'eN endant
5 s a 1P s et doit étre drainée pendant 5 s a 20 s avant imm ure. Le
flux doit étre couvert lorsqu’il n’est pas utilisé et élimi
3.2.2.3[1 Dispositifs montés en surface
Pour les boitiers & montage en surfa ée doit
étre copverte par 'application du flux. coté du
boitier [en méme temps. Les opératio doivent
étre réglisées de maniére séquentielle nis aux
essais.
NOTE 1| Pour les boitiers a pas\{ins, dg¢ i htage de
brasure ¢ntre les sorties vo|siges.

lable est

ocument

NOTE 2 | Pour les dispositifs a forte_di
permis @vant immgrsion b
d'approv|sionnementapplicable.

3.2.2.3

Sauf s sorties
doivent sitif en
essai.

3.223 Positionydes sorties de composant par rapport au flux et aux surfaces de

Montage avec sorties par trous traversants (THM-Through Hole Mounting) 90°

Montage en surface avec sorties (SM — Surface Mount) 20 ° a 45 °ou 90°
Montage en surface sans sorties (SM — Surface Mount) 20 ° a45°
3.224 Immersion dans la brasure

Les impuretés et le flux bralé doivent étre éliminés de la brasure fondue spécifiée en 2.6.2. La
brasure fondue doit étre maintenue a la température spécifiée. La surface de la brasure
fondue doit étre de nouveau écumée avant d'immerger les sorties dans la brasure. La piéce
doit étre fixée a un dispositif d'immersion (voir 2.2) et les sorties recouvertes de flux
immergées une fois dans la brasure fondue a la méme profondeur spécifiee en 3.2.2.3.
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3.2.2.1 Preparation of terminations
No wiping, cleaning, scraping or abrasive cleaning of the terminations shall be performed. Any
special preparation of the terminations, such as bending or reorientation prior to test, shall be

specified in the relevant specification. If the insulation on stranded wires needs to be
removed, it shall be done in a manner so as not to loosen the strands in the wire.

3.2.2.2 Ageing

Where required by the relevant specification, specimens shall be aged in accordance with 3.1.

3.2.2.3 Application of flux

The flyx used shall conform with 2.6.1, unless otherwise specified.

hall be

immerged (using a mechanical dipper) in the flux, which is at roo ure, to
the mi1imum depth necessary to cover the surface to be tested puld be
designéd to avoid trapping of excess flux. The surface to be tes | in the
flux for|a period of 5 s to 10 s, and shall be drained 5s to 20 s solder
pot. The flux shall be covered when not in use and discarded a

3.2.2.3|]1 Surface mounted devices

For sunface mount packages, that portion of the packag be inspected ghall be
coveredl by the flux application. Perforq the te ing t?‘.lead on only one side| of the
package at a time. The fluxing and s& i Qperations-shiall be performed sequgentially

on the |eads of the package side under test.

NOTE 1 3 ed for solder dipping to avoid solder|bridging
between|neighbouring terminals.

NOTE 2 | For large heat capacify deyi g lerminations, a preliminary heating is permissible before
solder dipping. This variant should be 9 th

3.2.2.3]2 All ot d
Unless|otherwise specified vant specification, terminations shall be immersed to the

seating plane or tg of thebody of the device under test.

3.2.2.3 s s ation attitude relative to flux and solder surfaces
Leaded 90°

Leaded 20° to 45° or 90°

Leadle$ 20° to 45°.

3.2.2.4L Solder dip

The dross and burned flux shall be skimmed from the surface of the molten solder specified in
2.6.2. The molten solder shall be maintained at the specified temperature. The surface of the
molten solder shall be skimmed again just prior to immersing the terminations into the solder.
The part shall be attached to a dipping device (see 2.2) and the flux-covered terminations
immersed once in the molten solder to the same depth as specified in 3.2.2.3. The immersion
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Les taux d'immersion et d'émersion doivent étre de (25 + 5) mm s~ et le temps de maintien
dans le bain de soudure doit étre de 10,0 s + 0,5 s ou 5,0 s £ 0,5 s (voir Tableau 3) sauf
spécification contraire. Aprés le processus d’immersion, on doit laisser la piéce refroidir a
I'air. Le flux résiduel doit étre éliminé des sorties soit par des ringages séquentiels dans de
I'alcool isopropylique soit par un ringage dans un solvant commercial adapté sans CFC. Si
nécessaire, un chiffon doux humide ou un tampon en coton humidifié avec de l'alcool
isopropylique propre ou un solvant peuvent étre utilisés pour éliminer le flux restant.

3.2.241 Immersion dans la brasure des sorties plaquées or

Lorsque c’est exigé par la spécification applicable, les sorties plaguées or peuvent subir un
double cycle dans le flux et la brasure. La premiere immersion est destinée a enlever l'or des
sorties

3.2.2.4{2 Controle des contaminants du bain de brasage
La bragure des bains de brasage utilisée pour les essais de bragabilité doi nalyse

chimigye et spectrographique ou étre remplacée tous les 30 jours dRuytilisati nue les
niveaux de contamination et la teneur en Sn soient dans lesAmi i : ableau 4.

3.2.2.5 Critéres d’examen et de défaillance

Tout flyx doit étre éliminé avant examen visuel d

3.2.2.5

3.2.2.5

Il faut
minimu

b % au
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and emersion rate shall be (25 + 5) mm s™! and the dwell time in the solder bath shall be
10,0s £ 0,5s or 5,0s + 0,5s (see Table 3), unless otherwise specified. After the dipping
process, the part shall be allowed to cool in the air. Residual flux shall be removed from the
terminations either by sequential rinses in isopropyl alcohol, or by a rinse in a suitable
commercial non-CFC solvent. If necessary, a soft damp cloth or cotton swab moistened with
clean isopropyl alcohol or solvent may be used to remove all remaining flux.

3.2.2.4.1 Solder dipping of gold plated terminations

Where required by the relevant specification gold plated terminations may be cycled twice in
flux and solder. The first immersion is to scavenge the gold on the terminations.

3.2.2.4|2 Solder bath contaminants control

The sdlder in solder baths used for solderability testing shall beg
graphidally analysed or replaced each 30 operating days. The leve
conten{ must be within those listed in Table 4.

oK _gpectro-
ionyand Sn

3.2.2.5| Inspection and failure criteria

All flux|is to be removed prior to visual inspection of thé

3.2.2.5{1 Inspection magnification

Inspecf all devices at 10x to 20x maghnificatio

3.2.2.5(2 Solder coverage

The arg¢as to be inspected 6fkeac d 0“solder coverage minimum.

&



https://iecnorm.com/api/?name=2c9c58a3ef3a4e3f7a6d94973a56655f

- 28 - 60749-21 © CEI:2004

Tableau 4 — Limites maximales de contaminant de bain de brasage

Contaminant maximum Limite de pourcentage de masse de contaminant
SnPb Sans Plomb
Cuivre 0,300 Selon spécification
Or 0,200 0,200
Cadmium 0,005 0,005
Zinc 0,005 0,005
Aluminium 0,006 0,006
Antimoine 0,500 0,500
Fer 0,020 70,02QC
rsenic 0,030 A~ 0,030
Bismuth 0,250 AN 0250
Argent 0,100 \ Sé\o}\spéwa\ﬁqn
Nickel 0,010 N\ \cowdo
Plomb Selon spécification

de £1 %
jue pour
pt/ou les

NOTE 1| Pour le SnPb, il convient que la teneur en étain de la bras

de l'alligge nominal utilisé. 1l est bon que la teneur en étain soit i
les essdis de contamination de cuivre/or. Il convient que le com
élémentp indiqués ci-dessus.

NOTE 2| Pour le SnPb, il est recommandé que le total de gohtami i uminium
ne dépapse pas 0,4 %.

NOTE 3| Un jour de fonctionnement correspond a 5 3 E laquelle
la brasufe est liquéfiée et utilisée.

NOTE 4] Ces limites sont basées sur les allia que les
limites qoient modifiées en conséquence.

3.2.2.5|3 Piqdires, vidé

Piglreg, vides, porosifé b de la
zone contrblée totale. ortie et
toute autre mét jans la
brasurg cause si une
applicati donne
lieu a ué par
examem microscopique

NOTE | pour les
sorties 1 ié en 3.2.2.3 soit examinée. En cas de litige, il est recommandg que le
pourcent] des piglres ou des vides soit déterminé par la mesure réelle de cgs zones
comparé les.

3.2.2.5 inition des zones a contréler

a) Boitiers’en aile de mouette

Pour les boftiers en aile de mouette, les zones contrdlées sont définies comme toutes les
surfaces de la sortie au niveau ou en dessous du plan du haut du pied, y compris celui-ci
(voir Figure 1). Les zones normalement congues pour ne pas étre revétues (zones de
découpe) sont exclues.

b) Bofitiers a sortie en J

Pour les boitiers a sortie en J, les zones contrdlées sont la partie étroite de la sortie sous
la transition de I'épaule de sortie (voir Figure 2). Seules les trois surfaces visibles doivent
étre incluses. L’extrémité de la sortie est exclue.

c) Boitiers a deux rangées de broches

Pour les boftiers a deux rangées de broches, les zones contrélées sont celles qui vont de
I’extrémité de la sortie au plan de 0,5 mm au-dessus du plan d’appui.
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Table 4 — Maximum limits of solder bath contaminant

Contaminant weight percentage limit

Contaminant

SnPb Pb-free
Copper 0,300 To specification
Gold 0,200 0,200
Cadmium 0,005 0,005
Zinc 0,005 0,005
Aluminum 0,006 0,006
Antimony 0,500 0,500
1mron U,UZU / U}l{LU
Arsenic 0,030 Al 0,030
Bismuth 0,250 AN (0260
Silver 0,100 Q \Nsp\sqic\a\'on
Nickel 0,010
Lead To specification
NOTE For SnPb, the tin content of the solder should be maintain being
used. Tlin content should be tested at the same frequency as testing alance
of the Hath should be lead and/or the items listed above.
NOTE 2 For SnPb, the total of copper, gold, cadmium, zingd exceed
0,4 %.
NOTE An operating day consists of an Ider is
liquefied and used.
NOTE 4 revised
accordipgly.
3.2.2.5|3 Pinholes, veaids
Pinholgs, voids, peros y, i tting shall not exceed 5 % of the total arg¢a(s) to
be insgected. T . dg inati y other
metallization not causes
bridging, the test ,’ of heat
(e.g. gé i ielectric
area as
NOTE 1 S e t0 be tested (including all faces for rectangular leads) as specified in 3.2.2.3
should He”exawined. gase of a dispute, the percentage of coverage with pinholes or voids should be
determin| neasurgment of those areas, compared to the total area(s).
3.2.25 f the areas to be inspected
a) Gullwirgpackages
For gullwing packages, the areas to be inspected are defined as all surfaces of the

termination at or below the plane of the top of the foot, excluding the top of the foot (see
Figure 1). Areas normally designed to be unplated (trim areas) are excluded.

b) J-le

ad packages

For J-lead packages, the areas to be inspected are the narrow portion of the termination
below the transition from the termination shoulder (see Figure 2). Only the three visible
surfaces shall be included. The termination tip is excluded.

c) Dual in line packages

For dual in line packages, the areas to be inspected are from the termination tip to a plane

0,5

mm above the seating plane.
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d) Autres botltiers

Pour les boitiers autres que ceux décrits en a), b) ou c), les zones contrélées sont celles
qui sont a 1,5 mm du corps et qui vont du corps a I'extrémité de la sortie sur 25 mm.

Vue 1

rede

Plan d'appui

Vue 2

Q Sop

B (2x) \_A (Dessous)

IEC 156/04

NOTE Zongs alcontroter/= Surface A (sous la broche) jusqu'a 1 x T et bords B.
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d) Other packages

For packages other than described in a), b) or c), the areas to be inspected are those
which are 1,5 mm from the body and extend away from the body to the end of the lead or
for a distance of 25 mm.

View 1

Seating plane

View 2

px T
B (2x) LA (Underside)
IEC 156/04

NOTE Areas’to be inspected = Surface A (underside of lead) up to 1 x T and edges B.

Figure 1 — Areas to be inspected for gullwing packages
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Vue 1
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T = Epaisseur de
la broche

NOTE 4
2xT.

[ones-a.co

Vue 2

Surface A (égale a 2 x I'épaisseur de la broche) et bords B a I'intérieur dg

IEC 157/04

ortieend

la zone
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NOTE §

View 1

— 33 -

T = Lead thickness

View 2

Seatigg plane

IEC 157/04
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Zones exclues

\B1 (Dessous)
IEC 156/04

NOTE Zones a contrdler = Surface A + B; <% T ou 0,5 mm, selon la ply

Figure 3 — Zones a contréler pour les composan

S

Méthode CMS)
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Excluded area

NOTE $urfaces to be inspected = Surface A + By < ¥ T or 0,5 mm, whichevef i

(SMD method)

S



https://iecnorm.com/api/?name=2c9c58a3ef3a4e3f7a6d94973a56655f

- 36 - 60749-21 © CEI:2004

Vue 1

T = Epaisseur de
la broche

'_
Plan d'appui % \\> ’i X

A (dessous)

IEC 159/04

NOTE 1| Zones)a cont

NOTE 2 | Les’surfaces "B" et "C" sont exclues des zones a contrdler.

r = surface "A" "sous les broches) jusqu'a 1 x T.

Figure 4 — Zones a contrdler pour les boitiers SOEIC et QFP (Méthode CMS)
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NOTE 1
NOTE 2

View 1

37—

T = lead thickness

Seating plane

View 2

Seating

9,

Surfaces “B”

Excluded

ne

A (underside)

ected = surface “A” (underside of lead) up to 1xT.

and “C” are excluded from the areas to be inspected.

IEC 159/04
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3.3 Procédure pour les essais simulés de brasabilité avec fusion pour le montage sur
carte a CMS

Cette procédure peut étre utilisée pour les dispositifs pour montage en surface comme
alternative a la procédure d’immersion et examen visuel de 3.2. Les sorties en aile de
mouette a pas fin (espacements <0,5 mm) ne peuvent pas étre essayées de maniére
adéquate avec la méthode d'immersion et examen visuel. La méthode par immersion et
examen visuel n’est pas non plus appropriée pour les BGA.

Si requis par la spécification applicable, les éprouvettes peuvent étre soumises au
vieillissement avant I'essai de brasabilité, conformément a 3.1.

NOTE Rour les boitiers a pas fin, tels que les broches en ailes de mouette, des soffies re alter-

nativemgnt enlevées afin d'éviter le pontage de brasure entre les sorties voisines.

3.31 Montage de I’équipement d’essai

Les pafamétres de température de fusion a spécifier (voir Fig
définis jcomme suit:

plat) sont

Ty: température minimale de préchauffage;
Tyt température maximale de préchauffage;
T3t température de brasage;

Ty: température maximale;
ty: durée de préchauffage;
ty: durée de brasage;

ts: durée de la tempéra

Les pafamétres de tempeéra
suit:

spécjfier pour le mouillage sont définis comme

Pour la|fusion an
T,= (120 £ 5) °C;

t3:

Pour lafusiomsamns ptomb:
T,= (150 5) °C;
T,= (180 x5) °C;

ty = (60-120)s;
T3= 235°C;
t,= (20%9)s;

T,= (240+5)°C;
ty= (10%5)s.

NOTE Ces limites sont basées sur les compositions spécifiées en 2.6.2. Pour les autres compositions, il convient
que les limites soient modifiées en conséquence.
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